
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भारत सरकार  GOVERNMENT OF INDIA 

अंतररक्ष विभाग  DEPARTMENT OF SPACE 

अंतररक्ष उपयोग कें द्र-इसरो 

SPACE APPLICATIONS CENTRE-ISRO 

अहमदाबाद AHMEDABAD - 380 015 

     

सं.: सैक/ई.ओ.आई./01/डी/2023-24                                                                   

No.: SAC/EOI/01/D/2023-24                                                                                                                     Date: 26/05/2023 

 

भारत के राष्ट्रपवत के विए और उनकी ओर से, प्रधान, क्रय एिं भंडार, अंतररक्ष उपयोग कें द्र, अहमदाबाद, वनम्नविवित के विए ईओआई 

आमंवित करते हैं ।  

For and on behalf of the President of India, Head, Purchase & Stores, Space Applications Centre, Ahmedabad invites EOI 

for the following.  

ईओआई फाइि सं. 

EOI File No. 

संवक्षप्त वििरण 

Brief Description 

वनयत वतवि और समय  

Due Date & Time 

सैक/ई.ओ.आई./01/डी/2023-24 

SAC/EOI/01/D/2023-24 

अंतररक्ष िावहत अनुप्रयोग हेतु िीएनआईआर तिा 

आईआर प्रवतवबंबन प्रणािी के वडजाइन और विकास के 

विए अवभरुवि की अवभव्यवि  

Request for Expression of Interest (EOI) for 

Design and Development of VNIR & IR Imaging 

System for space borne application 

22-06-2023;      

1500 Hours 

 

 

1) कृपया अपन ेविस्ततु प्रत्यतुर विर्फ  मोहरबंद विर्ारे् में वनयत वतवि तक या इिि ेपिूफ अधोहस्ताक्षरी को भेंजे | 

Please submit detailed response to the undersigned on or before due date in sealed cover only. 

2) इन ईओआई के विए शवुिपत्र, यवद कोई हुआ तो िेबिाइट पर प्रकावशत वकया जाएगा।  

Corrigendum if any against this EOI will be published on website. 
 

 

 

 

                                                                                                                                                          Sd/- 

प्रधान, क्रय एिं भंडार   Head, Purchase & Stores 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

हम िोग अपना कायफ नए ई-क्रय पोटफि पर शरुू करन ेिािे हैं। इिविए िाइट https://eproc.isro.gov.in/  पर जाकर कृपया अपने विके्रता प्रोर्ाइि/ वक्रडेंवशयल्ि को अद्यवतत करें।  

As we are migrating to new E- procurement portal, kindly update your vendor Profile/Credentials by visiting https://eproc.isro.gov.in/   

िभी विके्रताओ ंको िाइट https://gem.gov.in पर जाकर गिमेंट ई-माकेट प्िेि (जेम) पर स्ियं को पंजीकृत करने के विए प्रोत्िावहत वकया जाता ह।ै 

All vendors are encouraged to register themselves on Government E-market Place(GeM) portal by visiting https://gem.gov.in 

https://eproc.isro.gov.in/
https://eproc.isro.gov.in/
https://www/gem.gov.in
https://www/gem.gov.in
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1. प्रस्तावना / Introduction:  

अंतरिक्ष उपयोग कें द्र (सैक), भाितीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसिो), भाित सिकाि बाहिी अंतरिक्ष के 

शांततपूर्ण उपयोग के तिए अपने अंतरिक्ष तिज्ञान औि प्रौद्योतगकी उपयोतगता कायणक्रम के तहत नीतभाि के तिकास 

के तिए उत्तिदायी है। अंतरिक्ष िातहत पे्लटफॉमण से प्रकाशीय प्रतततबंब प्रर्ातियााँ सुदूि संिेदन अनुप्रयोगो ंकी 

तितिधता प्रदान किती हैं। भाितीय उद्योग की भागीदािी के माध्यम से अंतरिक्ष िातहत अनुप्रयोगो ं के तिए 

िीएनआईआि औि आईआि प्रतततबंबन तथा िीतियो क्षमता िािे नीतभाि को तिजाइन औि तिकतसत किने की 

परिकल्पना की गई है। सैक, इसिो द्वािा प्रस्तातित नीतभाि की प्रर्ािी तिजाइन तैयाि की गई है औि उप प्रर्ािी 

को तनतमणत किने की आिश्यकता है। अनुिती खंि में ितर्णतानुसाि,  प्रस्तातित तिद्युत-प्रकाशीय प्रतततबंबन प्रर्ािी 

के उपप्रर्ािी तिजाइन, तनमाणर्, पिीक्षर् औि अतभिक्षर् में रुति िखने िािे प्रस्तावक (िाितीय उद्योग 

िागीदाि) से अहिरुहि की अहिव्यक्ति आमंतित की जाती है। 

Space Applications Centre (SAC), Indian Space Research Organisation (ISRO), Govt. of India, is 

responsible for development of payloads under its Space Science and Technology Utilization 

Program for peaceful use of outer space. Optical imaging systems from space borne platforms 

provide variety of remote sensing applications. It is envisaged to design and develop a payload 

comprising of VNIR and IR imaging and video capability for spaceborne applications through 

involvement of Indian industry. The system design of the proposed payload has been carried 

out by SAC, ISRO and subsystem requirements are generated. Expression of interest is 

invited from Proposer (Indian industry Partner) interested in subsystem design, fabrication, 

testing and characterization of the proposed Electro-optical imaging system as described in 

subsequent section. 

उद्योग भागीदाि से उपप्रर्ािी तिजाइन, तिशे्लषर्, सह्यता, टर ेि-ऑफ अध्ययन, घटक सोतसिंग/संतिििन, उप 

तिकास औि पिीक्षर् अपेतक्षत है। उद्योग भागीदाि द्वािा आिश्यकताओ ंऔि प्रदशणन मानदंिो ंको पूिा किते हुए 

सभी उप-प्रर्ातियो ंको तैयाि किने के बाद, िह सैक आिश्यकताओ ं के अनुसाि अंशांकन सतहत एकीकृत 

नीतभाि का समुच्चयन, एकीकिर् औि पिीक्षर् किेगा। 

The industry partner is expected to carry out subsystem design, analysis, tolerancing, trade-off 

studies, component sourcing/fabrication, subsystem development & testing. Once all the 

subsystems are realized by the industry partner meeting the laid down requirements and 

performance criteria, the industry partner should carry out assembly, integration and testing 

of the integrated payload including calibration as per the SAC requirements.  

सैक परियोजना की प्रते्यक गतततितध की प्रगतत की तनगिानी किेगा औि तिजाइनो ंतथा पिीक्षर् परिर्ामो ंआतद 

की समीक्षा किेगा। कायण की प्रगतत की तनगिानी हेतु मातसक समीक्षा की जाएगी। 

SAC will be involved in the project at every phase of activities to monitor progress and review 

the designs, test results etc. Monthly reviews will be held to monitor the progress of the work. 

इचु्छक उद्योग भागीदाि प्रकाशीय प्रर्ािी के तिजाइन, संतिििन औि पिीक्षर्, प्रकाशीय घटक संतिििन, 

टेिीस्कोप बनाना, फोकि पे्लन समुच्चयन, इिेक्ट्र ॉतनकी प्रर्ातियो,ं भू-जााँि, समुच्चयन औि समाकिन सतहत 

पिीक्षर् औि अतभिक्षर्न आतद में अपने अनुभि के संबंध में जानकािी प्रदान किेगा। प्रस्ताि तिद्युत-प्रकाशीय 



प्रतततबंबन प्रर्ािी के तिए पूिण में तिकतसत की गई प्रर्ातियो/ंउपप्रर्ातियो/ंघटको ंको साकाि किने के तिए 

आद्योपांत परियोजना प्रबंधन/तक्रयान्वयन योजना प्रदान किेगा। तिििर् में तितशष्ट तजमे्मदारियो ंके साथ प्रस्तातित 

सहयोतगयो/ंभागीदािो ंकी सूिी भी शातमि होनी िातहए। 

The interested industry partners shall provide information regarding their experience in design, 

fabrication and testing of optical system, optical component fabrication, telescope realization, 

focal plane assembly, electronics systems, ground checkout, assembly and integration 

including testing and characterization etc. The proposal shall provide an end-to-end project 

management/execution plan followed for realizing previously developed systems/ 

subsystems/components for Electro-optical imaging systems. The details shall also include list 

of proposed collaborators/partners along with specific responsibilities. 

2. काययके्षत्र : प्रस्तािक तनम्नतिखखत गतततितधयो ंके तिए तजमे्मदाि होगा। 

Scope of work:   Proposer shall be responsible for following activities. 

2.1  सह्यता तिशे्लषर् के साथ प्रकाशीय प्रर्ािी (सैक द्वािा प्रािंतभक प्रकाशीय प्रर्ािी तिजाइन प्रदान तकया  

जाएगा।) 

Optical system design with tolerance analysis (Preliminary optical system design will be 

provided by SAC) 

2.2   बैफि तिजाइन तथा स्ट्र े/छाया तिशे्लषर् 

 Baffle design and stray/ghost analysis. 

2.3  प्रकाशीय-यांतिक तिजाइन तथा संििनात्मक/तापीय तिशे्लषर् 

 Opto-mechanical design and structural/thermal analysis 

2.4  सभी उप प्रर्ातियो ं (संसूिको,ं फोकि पे्लन समुच्चयनो,ं इिेक्ट्र ॉतनकी, प्रकाशीय, यांतिक प्रर्ािी तथा 

आिश्यक भू जााँि प्रर्ािी) की घटक सोतसिंग/संतिििन औि तिकास (िैकखल्पक रूप से, संसूिको ंको फ्री 

तनगणम सामग्री के रूप में प्रदान तकया जा सकता है।) 

Component sourcing/fabrication and development of all subsystems (detectors, focal plane 

assemblies, electronics, optics, mechanical systems & required ground test systems) 

(Alternatively, detectors can be provided as free issue material) 

2.5  समुच्चयन तथा समाकिन Assembly & integration 

2.6  इष्टतमीकिर्, आद्योपांत पिीक्षर् तथा अंशांकन (ये गतततितधयां सैक में आयोतजत की जा सकती हैं) 

Optimization, end to end testing & calibration (These activities can be carried out at SAC)  

 

3. प्रस्ताहवत नीतिाि संरूपण हवविण 

Proposed Payload configuration details:  

प्रस्तातित नीतभाि की परिकल्पना फोकि पे्लन में कई से्पक्ट्र ि िैनिो ं(िीएनआईआि, एमिबू्ल्यआईआि औि 

एििबू्ल्यआईआि) के साथ आिसी टेिीस्कोप संरूपर् पि आधारित एक प्रतततबंब प्रर्ािी के रूप में की गई है। 

सभी तीनो ं िैनिो ं को सह-पंजीकृत होना िातहए। नीतभाि प्रर्ािी में प्रकाशीय प्रर्ािी, िीएनआईआि, 

एमिबू्ल्यआईआि तथा एििबू्लआईआि संसूिको ं के साथ फोकि पे्लन, यांतिक प्रर्ािी, तथा इिेक्ट्र ॉतनकी 

प्रर्ािी शातमि हैं जो अतधकृत िेटा को तनयंतित, संिातित औि संसातधत किती हैं औि अंतरिक्ष यान के साथ आगे 

एकीकिर् के तिए आिश्यक अंतिापृष्ठ प्रदान किती हैं। प्रस्तातित नीतभाि का आधािभूत संरूपर् नीिे दशाणया 

गया है : 

Proposed payload is envisaged to be an imaging system based on RC telescope configuration 

with multiple spectral channels (VNIR, MWIR & LWIR) in the focal plane. All three channels 

must be co-registered. Payload system comprises of optical system, focal plane assembly with 

VNIR, MWIR & LWIR detectors, mechanical system, and electronics system to control, operate 



and process the acquired data and provide required interfaces for further integration with 

spacecraft. Baseline configuration of the proposed payload is shown as below: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

हित्र (1) हवहिष्ट आधाििूत नीतिाि प्रणाली हवन्यास 

Fig (1) Typical baseline payload system configuration 

  



4. प्रणाली औि उपप्रणाली हवहनदेि: 

System & Subsystem Specifications:  

प्रमुख प्रर्ािी संरूपर् प्रािि तनम्नानुसाि हैं : 

 Major system configuration parameters are shown below:   
 

तातिका (1): तिद्युत-प्रकाशीय प्रतततबंबन प्रर्ािी तितनदेश 

Table (1): Electro-optical imaging system specification 

प्रािि Parameters मान Value 

कैमिा प्रकाि  

Camera Type 

प्रतततबंबन औि िीतियो क्षमता के साथ िीएनआईआि, 

एमिबू्ल्यआईआि औि एििबू्ल्यआईआि प्रतततबंबन कैमिा  

VNIR, MWIR & LWIR imaging camera with 

Imaging and video capability 

तिंग दैध्यण िेंज Wavelength Range (μm) VNIR: 0.45 – 0.9 

MWIR: 3.7-4.8 

LWIR: 7.7-11 

450 तकमी कक्षा से जीएसिी  

GSD from 450 km orbit 

VNIR-PAN: 0.85m 

PAN video: 0.43m 

MWIR: 5.2m 

LWIR: 5.2m 

MWIR&LWIR video: 5.2m 

Nq आिृतत्त पि एमटीएफ प्रर्ािी 

System MTF at Nq frequency 

>10% for PAN VNIR 

> 5% for MWIR  

> 10% for LWIR @ Nq/2 

िि प्रदशणन  

Noise performance 

फोटॉन िि सीतमत  

Photon noise limited 

आकाि Size <600 x 600 x 500 

द्रव्यमान Mass <40 तक. ग्रा.kg 

 

  



 

तातिका (2): प्रकाशीय उप-प्रर्ािी आिश्यकताएाँ  

Table (2): Optical sub-system requirements 

प्रािि Parameter मान Value 

प्रकाशीय उपप्रर्ािी  

Optical subsystem 

तीन से्पक्ट्र मी िैनिो ंको पूिा किने के तिए पश्च प्रकाशीय के साथ आिसी 

टेिीस्कोप  

RC telescope with aft optics to cater to three spectral channels 

द्वािक Aperture 400 तम.मी.mm 

फोकि िंबाई Focal length िीएनआईआि के तिए 5 मी.    / 5m for VNIR 

एमिबू्ल्यआईआि औि एििबू्ल्यआईआि शंृ्खिा के तिए 1.3 मी. 

1.3 m for MWIR & LWIR chain 

एफओिी FoV +/-0.4 तिग्री deg 

 

तातिका (3): फोकि पे्लन समुच्चयन 

Table (3): Focal plane assembly 

प्रािि Parameter मान Value 

संििना Structure टेिीस्कोप संििना, दपणर् माउंट, इिेक्ट्र ॉतनकी प्रर्ािी पैकेतजंग, एफपीए 

संििना, तापीय तनयंिर् इत्यातद। Telescope structure, mirror 

mounts, electronics systems packaging, FPA structure, 

thermal control etc. 

आयाम Dimensions 600 x 600 x 500 

द्रव्यमान Mass <40 तक,ग्रा. kg 

 

तातिका (4): यांतिक उप-प्रर्ािी 

Table (4): Mechanical sub-system 

प्रािल Parameter मान Value 

फोकि पे्लन Focal plane सभी िैनिो ंको िाइक्रोइक खलप्लतटंग औि उपयुक्त सहायक प्रकातशकी 

के माध्यम से टेिीस्कोप के एक ही फोकि पे्लन में समायोतजत तकया 

जाना िातहए।  

All channels should be accommodated in the same focal 

plane of the telescope through dichroic splitting and 

suitable auxiliary optics. 

संसूिक Detectors के्षिीय वू्यह संसूिक 

Area array detectors 



 

तातिका (5): इिेक्ट्र ॉतनकी उप-प्रर्ािी 

Table (5): Electronics sub-system 

प्रािि Parameter मान Value 

इिेक्ट्र ॉतनकी Electronics संसूिक िर ाइि, बायस, उपप्रर्ातियो ंका तनयंिर्, िीतियो िेटा संसाधन, 

उपयोगकताण परिभातषत इंटिफेस के माध्यम से प्रारूपर् औि थू्रपुट, 

पािि कंिीशतनंग  

Detector drive, bias, control of subsystems, video data 

processing, formatting, compression and throughput 

through user defined interface, Power conditioning  

 

5. ईओआई के साथ आवश्यक सूिना: 

   Information Required along with EOI: 

5.1 प्रकाशीय प्रर्ािी तिजाइन का ज्ञान, प्रकाशीय प्रर्ािी (िेंस समुच्चयन, टेिीस्कोप इत्यातद) तिजाइन किने के 

तिए सुतिधा/सॉफ्टिेयि उपकिर् की उपिब्धता, सह्यता तिशे्लषर्, प्रकाशीय-यांतिक प्रर्ािी, बैफि 

तिजाइन, स्ट्र े िाइट तिशे्लषर् तथा तापीय तिशे्लषर्  

Knowledge of optical system design and availability of facility/software tools to design 

optical systems (lens assemblies, telescopes etc.), tolerance analysis, opto-mechanical 

analysis, baffle design, stray light analysis and thermal analysis.  

 

5.2 अिग-अिग प्रकाशीय घटको ंके पिीक्षर्, टेिीस्कोप के समुच्चयन औि संिेखर्, इंटिफेिोमेतटर क पिीक्षर् 

औि समुच्चतयत तकए गए टेिीस्कोप/िेंस समुच्चयन आतद के अतभिक्षर्न के तिए सुतिधा की उपिब्धता। 

अपनी साइट पि उपिब्ध सुतिधाओ ंकी सूिना प्रदान किेगा औि भागीदाि के अनुमोदन/प्रातधकिर् पि में 

साइट के सभी पिीक्षर् उपकिर्ो ं के प्रमार्न तिििर् (यतद िागू हो) सतहत सािर्ीबद्ध प्रारूप में प्रदान 

किेगा, जो कायण के दायिे को पूिा किने के तिए आिश्यक है। 

Availability of facility for testing of individual optical components, assembly & alignment 

of telescope, interferometric testing and characterization of assembled telescope/lens 

assemblies etc. Shall provide information of available facilities at their site and 

endorsement/ authorization letter from partner’s site including certification detail (if 

applicable) of all the test equipment in tabular format, which are required to complete the 

scope of work. 

 

5.3 तिद्युत-प्रकाशीय प्रतततबंब प्रर्ािी तिजाइन, प्रकाशीय घटको ं के तनमाणर्, टेिीस्कोप समुच्चयन औि 

अनुकूिन आतद का पूिण अनुभि औि जानकािी। 

Previous experience and knowhow of Electro-optical imaging system design, fabrication 

of optical components, telescope assembly and optimization, etc. 

 

5.4 फोकि पे्लन समुच्चयन प्रर्ािी, सीसीिी/सीएमओएस/आईिीिीसीए संसूिको ं औि उनसे संबंतधत 

इिेक्ट्र ॉतनकी प्रर्ािी का ज्ञान। िीएनआईआि औि आईआि एफपीए के तिकास, पिीक्षर् औि अतभिक्षर्न 

के तिए सुतिधा की उपिब्धता। 

Knowledge of focal plane assembly systems, CCD/CMOS/IDDCA detectors and their 

associated electronics systems. Availability of facility for development, testing and 

characterization of VNIR and IR FPAs. 



 

5.5 सीसीिी/सीएमओएस/आईिीिीसीए संसूिक संिािन, प्रतततबंब िेटा संसाधन इिेक्ट्र ॉतनकी, अंकीय तकण  

तनयंिर् इिेक्ट्र ॉतनकी, दूि-संिाि औि दूितमतत इिेक्ट्र ॉतनकी, िीसी-िीसी परिितणको,ं कूिि िर ाइि 

इिेक्ट्र ॉतनकी औि अन्य संबद्ध इिेक्ट्र ॉतनकी प्रर्ािी के तिए इिेक्ट्र ॉतनकी प्रर्ािी का ज्ञान। इिेक्ट्र ॉतनकी 

सतकण ट तिजाइन, तसमुिेशन, िेआउट, पीसीबी के तनमाणर्, हाई रिि फैतिकेशन सुतिधा, कािण िेिि औि 

पैकेज िेिि टेखसं्ट्ग आतद के तिए सुतिधा की उपिब्धता। अपनी साइट पि उपिब्ध सुतिधाओ ंकी सूिना 

प्रदान किेगा औि भागीदाि के अनुमोदन/प्रातधकिर् पि में साइट के सभी पिीक्षर् उपकिर्ो ंके प्रमार्न 

तिििर् (यतद िागू हो) सतहत सािर्ीबद्ध प्रारूप में प्रदान किेगा, जो कायण के दायिे को पूिा किने के तिए 

आिश्यक है। 

Knowledge of Electronics systems for CCD/CMOS/IDDCA detector operations, image data 

processing electronics, digital logic control electronics, tele-command & telemetry 

electronics, DC-DC converters, cooler drive electronics, and other associated electronics 

systems. Availability of facility for electronics circuit design, simulation, layout, fabrication 

of PCBs, High Rel fabrication facility, card level & package level testing etc. Shall provide 

information of available facilities at their site and endorsement/ authorization letter from 

partner’s site including certification detail (if applicable) of all the test equipment in tabular 

format, which are required to complete the scope of work. 

 

5.6 ईओ प्रतततबंब प्रर्ािी के तिए यांतिक/तापीय प्रर्ािी तिजाइन का ज्ञान। संििनाओ ंके यांतिक तिजाइन, 

आिोहो,ं पैकेज टर े  आतद के तिए सुतिधा। उप-प्रर्ातियो/ंप्रर्ातियो ंका संििनात्मक औि तापीय तिशे्लषर्। 

टेिीस्कोप औि संबंद्ध प्रकाशीय प्रर्ािी का प्रकाशीय -यांतिक तिजाइन।  

Knowledge of mechanical /thermal system design for EO imaging systems. Shall have 

facility for mechanical design of structures, mounts, package trays, etc. Structural and 

thermal analysis of subsystems/systems. Opto-mechanical design of telescope and 

associated optical systems.  

 

5.7 इसिो की आिश्यकताओ ं में परिभातषत तितनदेश औि गुर्ित्ता तथा तिश्वसनीयता मानको ं के अनुसाि 

घटको/ंउप-प्रर्ातियो/ंसमुच्चतयत प्रततंतबबन प्रर्ािी का पिीक्षर् एिं योग्यता। 

Testing and qualification of components/subsystems/assembled imaging system as per 

specification and quality and reliability standards defined in ISRO requirements. 

 

 

5.8 सैक पूर्ण प्रर्ािी के तिकास के तिए एकि उद्योग भागीदाि या उपप्रर्ािी/प्रर्ािी तिकास के तिए कई उद्योग 

भागीदािो ंका ियन किने का अतधकाि सुितक्षत िखता है। 

SAC reserves the right to select single industry partner for development of full system or 

multiple industry partners for subsystem/system development. 

 

6. अहनवायय हनयम औि ितें 

Mandatory Terms and Conditions  

 

6.1 तिदेशी तिके्रताओ ंको इस ईओआई में भाग िेने की अनुमतत नही ंहै। मेक इन इंतिया पॉतिसी के अनुसाि 

केिि शे्र्ी-I औि शे्र्ी-II लथानीय आपूततणकताण इस ईओआई में भाग िेने के पाि हैं। इस संबंध में, तिदेशी ओईएम 

से सीधे प्रस्ताि /या एजेंट द्वािा तिदेशी ओईएम की ओि से उद्धृत तकए गए प्रस्ताि को इस ईओआई में भाग िेने 

की अनुमतत नही ंहै।  

Foreign vendors are not permitted to participate in this EOI. Only Class-I and Class-II Local 

suppliers as per Make in India Policy are eligible to participate in this EOI. Offers directly from 



Foreign OEM/or from Agent quoting on behalf of Foreign OEMs are not allowed to participate 

in this EOI.  

आपूहतयकतायओ ंकी शे्रणी के हलए परििाषा: 

Definition for Class of Suppliers: 

एक आपूततणकताण या सेिा प्रदाता, तजसके खिीद के तिए प्रस्तातित सामान, सेिाओ ंया कायों में लथानीय सामग्री 

शातमि है 

A supplier or service provider, whose goods, services or works offered for procurement, has 

local content 

   50% के बिाबि या उससे अतधक :शे्र्ी-I लथानीय आपूततणकताण 

 20% से अतधक िेतकन 50% से कम: शे्र्ी-II लथानीय आपूततणकताण 

 20% से कम या इसके बिाबि: गैि-लथानीय आपूततणकताण 

      Equal to or more than 50%: Class-I Local Supplier.  

      More than 20% but less than 50%: Class-II local supplier.  

      Less than or equal to 20%: Non-Local Supplier. 

स्थानीय सामग्री की परििाषा:Definition of Local Content:  

'लथानीय सामग्री' का अथण है भाित में प्रस्तातित िसु्त के कुि मूल्य [शुद्ध घिेिू अप्रत्यक्ष किो ंको छोड़कि] में जोडे़ 

गए मूल्य [अथाणत प्रस्तातित िसु्तओ/ंसेिाओ/ंकायों में संितधणत स्वदेशी िसु्तएं/सेिाएं] में से प्रततशत में कुि मूल्य के 

अनुपात के रूप में िसु्त में आयाततत सामग्री का मूल्य [सभी सीमा शुल्क/आईजीएसटी सतहत] घटाना।       

Local Content' means the amount of value added in India [i.e., indigenous items/services added 

in the offered products/services/works] to the total value of the item offered [excluding net 

domestic indirect taxes] minus the value of imported content in the item [including all customs 

duties/IGST] as a proportion of the total value [excluding net domestic indirect taxes], in 

percent. 

6.2 एमआईआई (मेक इन इंहिया) खंि: MII (Make in India) clause: 

इस संबंध में, कृपया तनम्नतिखखत को स्पष्ट/उपिब्ध किें : 

In this regard, please clarify/provide the following: 

a) हमािे तनतिदा तनयमो ंऔि शतों के अनुसाि मेक इन इंतिया कायण आदेश के संबंध में लथानीय सामग्री (प्रततशत 

में) के तिए िेटिहेि पि मेक इन इंहिया घोषणा। (ओएम संख्या पी-4s021/2/2017-पीपी (बीई II) तदनांक 

04/06/2020 को 'मेक इन इंतिया' तदशातनदेशो ंऔि िैतश्वक तनतिदा के संबंध में उद्योग औि आंतरिक व्यापाि 

संिधणन तिभाग द्वािा जािी) पहिे से ही हमािी तनतिदा में तनतदणष्ट तकया गया है। 

Make in India declaration on letterhead for local content (In percentage) with respect to Make 

in India order as per our tender terms & conditions. (OM No. P-4s021/2/2017-PP (BE II) dated 

04/06/2020 issued by Dept. of Promotion of Industry and Internal Trade regarding 'Make in 

India' Guidelines and Global Tender) Already specified in our tender. 

आपके द्वािा प्रदान की गई लथानीय सामग्री घोषर्ा के अततरिक्त; लथानीय सामग्री के प्रततशत में शातमि सेिाओ ं

औि उत्पादो ंकी सूिी को स्पष्ट रूप से इंतगत किें ; मूल्यिधणन के सभी लथानो ंके साथ-साथ मूल्यिधणन के पते के 

तिए लथानीय सामग्री के % में अिग-अिग िेक अप भी प्रदान किें । 



In addition to the Local content declaration provided by you; Clearly Indicate the list of services 

and products that are included in the percentage of Local Content; Also provide separate break 

up in % of local content for all the place of value addition as well as address of value addition. 

b) िूहम सीमा साझा घोषणा: भाित के साथ भूतम सीमा साझा किने िािे देश का कोई भी बोिी कताण तभी बोिी 

िगाने का पाि होगा, जब बोिीदाता सक्षम प्रातधकािी के साथ पंजीकृत हो, जैसा तक पीपीिी, तित्त मंिािय, व्यय 

तिभाग, सािणजतनक व्यय प्रभाग के तदनांक 23 जुिाई 2020 के कायाणिय ज्ञापन सं.एफ.सं.6/18/2019 में तनतदणष्ट 

तकया गया है। उपयुणक्त का.आ. में उखिखखत सभी शतें इस तनतिदा के तिए िागू हैं। इचु्छक तिके्रताओ ंको अपने 

िेटिहेि पि तनम्नतिखखत घोषर्ा प्रसु्तत किनी होगी। 

Land border share declaration: Any bidder from a country which shares a land border with 

India will be eligible to bid, only if the bidder is registered with Competent Authority as 

specified in Office Memorandum no.F.No.6/18/2019-PPD, Ministry of Finance, Department of 

Expenditure, Public Procurement Division dated 23rd July 2020.  All the conditions mentioned 

in the above OM is applicable for this tender. Interest vendors must have to furnish following 

declaration on letterhead.    

व्यय, सािजणतनक प्रापर् प्रभाग द्वािा जािी तदनांक 23/07/2020 के कायाणिय ज्ञापन संख्या एफ.सं.6/18/2019-

पीपीिी के संबंध में :  

With respect to OM No. F.No.6/18/2019-PPD dated 23/07/2020 issued by Dept. of Expenditure, 

Public Procurement division.:  

"मैंने भाित के साथ भूतम सीमा साझा किने िािे देश के बोिीकताण से खिीद पि प्रततबंध के संबंध में खंि पढा है, 

मैं प्रमातर्त किता हाँ तक (बोिीकताण का नाम) ऐसे देश से नही ंहै या यतद ऐसे तकसी देश से है, तो सक्षम प्रातधकािी 

द्वािा पंजीकृत तकया गया है। मैं एतद््दिािा प्रमातर्त किता हाँ तक यह बोिीकताण इस संबंध में सभी आिश्यकताओ ं

को पूिा किता है औि तििाि तकए जाने के योग्य है।' (जहां भी िागू हो, सक्षम प्रातधकािी द्वािा िैध पंजीकिर् का 

प्रमार् संिग्न तकया जाना िातहए)। 

 “I have read the clause regarding restrictions on procurement from a bidder of a country which 

shares a land border with India I certify that (Name of the Bidder) is not from such a country 

or, if from such a country, has been registered with the Competent Authority. I hereby certify 

that this bidder fulfills all requirements in this regard and is eligible to be considered.'(Wherever 

applicable, evidence of valid registration by the Competent Authority shall be attached). 

6.3 जीईएम यूहनक आईिी: व्यय तिभाग के तदनांक 24.08.2020 के कायाणिय ज्ञापन संख्या 6/9/2020-PPD 

के अनुसाि, कें द्र सिकाि के संगठनो ंको सामान औि सेिाएं प्रदान किने िािे तिके्रताओ ंके तिए क्रय आदेश 

जािी किने/अनुबंध की स्वीकृतत के समय जीईएम पि पंजीकृत होना औि यूतनक जीईएम सेिि आईिी प्राप्त 

किना अतनिायण है। इस ईओआई में भाग िेने िािे तिके्रता को यह सुतनतश्चत किना होगा। 

GeM Unique ID: As per Office Memorandum No. 6/9/2020-PPD dated 24.08.2020 of 

Department of Expenditure, it shall be mandatory for sellers providing Goods and Services to 

Central Government Organizations to be registered on GeM and obtain a Unique GeM Seller 

ID, at the time of placement of Order/Acceptance of contract. Vendors participating in this EOI 

shall ensure the same. 

 


